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Abstract (en)
Liquid-cooled mold comprises mold plates (1) made from copper or copper alloy held on support plates (2) using a bolt (6) having a bolt head (12)
and a hinge arrangement (13). The hinge arrangement has a first hinged part and a second hinged part assigned to the rear side of the support
plate with sliding surfaces facing each other. A sliding element is arranged between the sliding surfaces of the hinged parts.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine flüssigkeitsgekühlte Kokille zum Stranggießen von Metallen, umfassend Kokillenplatten (1) aus Kupfer oder einer
Kupferlegierung, die mittels einer Vielzahl von Bolzen (6) rückwärtig an Stützplatten (2) gehaltert sind. Die Bolzen (6) besitzen im Bereich der den
Kokillenplatten (1) abgewandten Rückseiten (9) der Stützplatten (2) Bolzenköpfe (12). Zwischen den Bolzenköpfen (12) und der Stützplatte (2)
ist eine Relativbewegungen zwischen der Kokillenplatte (1) und den Stützplatten (2) ermöglichende Gelenkanordnung (13) eingegliedert mit zwei
Gelenkgliedern (14, 15), zwischen denen ein Gleitelement (18) unverlierbar eingebettet ist. <IMAGE>
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